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上海伟测半导体科技股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2026-005
	投资者关系活动类别
	
☐特定对象调研	☐分析师会议

☐媒体采访	☐业绩说明会

☐新闻发布会	☐路演活动

☐现场访谈          电话会议

☐其他   

	参与单位名称
	中信保诚、国泰基金、国信证券、天风证券、农银汇理基金 、浦银基金、君弘投资、金鹰基金、兴业基金、UBS、长信基金、银华基金、国联安基金、山东神光、中邮人寿、财通资管、交银施罗德基金、东方阿尔法基金、中金公司、安信基金、长城基金、前海开源、信达澳亚基金、国金基金、睿远基金 、博时基金、南方基金、易方达基金、华安基金、申万宏源证券、恒大人寿、富国基金、汇丰晋信基金、中银基金、华宝基金、东方基金、建信基金、永赢基金、富安达基金、平安基金、华夏基金、银河基金、申万菱信、鹏华基金、中金基金、嘉实基金、光大保德信基金、国寿养老、国联基金、新华基金、浙商证券、创金合信基金、阳光资产、国海富兰克林基金、中邮证券

	时间
	2026年10月28日

	地点
	电话会议

	上市公司接待人员姓名
	董事、副总经理、董事会秘书、财务总监王沛女士

	投资者关系活动主要内容介绍
	一、董事、副总经理、董事会秘书、财务总监王沛女士介绍公司2026年第三季度业绩与经营情况
（一）财务状况
2026年前三季度公司实现营业收入16.81亿元，同比增长55.27%，实现归属于上市公司股东的净利润2.47亿元，同比增长21.94%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.16亿元，同比增长50.34%。2026年第三季度实现营收6.09亿元，同比增长35.86%，创季度营收历史新高。
截止2026年9月30日，公司的总资产为102.48亿元，较上年度末增长32.64%，归属于上市公司股东的净资产为43.46亿元，较上年度末增长46.46%，资产规模增长主要来自收入利润增长、大规模扩产采购设备，以及2025年发行的可转债触发强赎完成转股。
2026年前三季度经营性净现金流8.36亿元，预计2026年全年经营性净现金流入将超过11亿元。
费用整体管控良好，增长比例小于营收增长比例；前三季度研发投入总金额同比增加，但研发费用率下降，研发投入占营收比例为8.18%，主要系营收规模大幅增长摊薄费用率。
从各方面拆分下2026年前三季度营收情况如下：
按产品类别上划分， CP和FT各占47.7%和52.3%。其中Q3单季度，CP占比45%、FT占比55%，FT占比明显提升。结构变化的主要原因来自于BIS新规执行以来，部分在中国台湾流片的wafer需在白名单封测厂（大部分也在中国台湾）封装，此类芯片CP环节无法回流，公司无法获取该部分CP订单。但FT不受此限制，公司主动加大FT业务拓展以弥补CP缺口。对在境内晶圆厂流片的客户，公司可承接CP、FT订单；当前算力客户订单中FT占比更高，并配套提供Burn-in老化测试、SLT测试等后端服务。
按芯片的类别划分，消费电子类占比为57%，工业类占比为27%，车规类占比为16%。
按算力属性划分，2026年前三季度算力相关业务营收占比21%，非算力相关业务营收占比79%。
2026年前三季度综合毛利率33.03%，2026年前三季度各单季度毛利率均维持在30%+区间，比去年同期有所下滑，主要由于高毛利率的CP业务占比下降、折旧/人员成本增加、外包及维修费上升以及第三季度稼动率低于去年同期的影响。其中Q3稼动率低于同期的原因是存储涨价导致消费电子行业景气度偏弱，以及国内算力产业链出现延迟，晶圆厂产能、HBM供应均影响产业链出货节奏。Q4稼动率预计有所改善。
（二）业务布局与产能
2026年前三季度总资本开支23.94亿元（含设备和土建），2025年总资本开支近30亿元，2026年预计总资本开支与2025年持平，维持较高投入强度，投入节奏与公司的营收增长目标匹配。
现有上海、无锡、南京、深圳四个生产基地，同时布局成都基地，覆盖长三角、珠三角及西部国内半导体产业最发达区域。目前上海总部大楼2026年年底全部就绪，2027年完成搬迁，提供更大产能扩充空间；成都项目预计2027年开工建设，作为后续产能扩张储备。
二、投资者提问
1、折旧情况？
答：第三季度折旧1.77亿元，Q4折旧金额仍将继续有所增加，按照当前机台到位及转固节奏，预计2026年全年包含厂房、设备在内的总折旧约7亿多元。

2、四季度的增量？
答：2026年四季度算力、非算力业务，以及消费、工规、车规领域均有增长，其中部分国产算力客户在四季度将有所放量。 

3、2026年四季度订单情况？ 
答：2026年四季度订单规模环比三季度有一定增长。历史季节性规律通常为三季度是全年旺季、四季度订单会有所下降，但2026年三季度部分客户产品延迟，从当前情况看2026年四季度景气程度会好于三季度。

4、当前设备交期情况？对公司是否有影响？
答：当前高端测试设备、测试存储产品相关的设备供应紧张，其中用于算力复杂大芯片、存储测试的最高端设备拉货周期较此前变长，存储相关测试设备缺货情况严重。公司受设备缺货影响不大，核心原因包括：一是与设备供应商保持良好合作关系；二是签订了多年期长订单，采用每季度滚动下单、提前数月锁单的模式；三是积极推进国产设备备选方案。整体来看设备交期对公司目前不构成重大问题。

5、可转债的最新进展如何？发行后对公司未来财务费用有何影响？
答：公司可转债已于10月15日过会，下一步等待注册，注册完成后可在12个月内择机发行。可转债发行后将产生相关财务费用，按照发行规模测算，存续期内每年财务费用约4000多万元，单月财务费用约300-400万元。

6、公司测试设备的国产化采购进展如何？
答：公司已与多家国产设备厂商开展选型合作，部分厂商在公司设有demo，并且已采购一定数量的国产设备，但整体采购量还不大。公司当前主要设备平台仍以海外品牌为主，包括泰瑞达的J750、UltraFLEX、UltraFLEXplus，爱德万的93K、EXA，以及Chroma。国产设备目前处于刚开始合作的阶段，主要作为现有平台的补充。

7、公司与国产算力芯片厂商的合作如何？如何看待产业链连续性等风险？
答：国内头部算力客户公司基本都已切入，合作阶段各不相同：部分客户已量产，部分处于工程阶段，还有部分处于开发阶段；整体进展较为顺利，部分客户预计在2026年四季度及2027年放量。当前产业链普遍在争抢产能和HBM，客户的fab环节、HBM供应及整体出货情况都可能产生影响；但短期延误或产业链波动不影响长期发展大局。从长期看，公司将持续受益于国产算力芯片增长。

8、如何看待智驾业务的增长？
答：公司在智驾测试领域覆盖较广，市场上主要智驾客户基本都有合作，不同客户进度存在错配：部分老客户合作时间较长但出货量有所下降，新客户有的刚流片、尚未起量；新客户需求会补充老客户下滑，虽然时间上未必完全衔接，但长期看发展没有问题。尽管汽车整体销量增幅可能有限，但搭载智驾功能的汽车会越来越多，单车电子化程度持续提升；除智驾芯片外，公司还测试车载MCU、控制芯片、导航芯片等相关芯片，因此持续看好该领域，并认为公司具备较强竞争优势。

9、存储测试的情况？后续DRAM和NAND测试是否需要新设备？客户验证进度如何？
答：前三季度存储相关收入约占营收的5%，主要涉及NOR Flash测试和内部集成存储功能的MCU及SoC芯片的测试。部分NAND机台可与NOR Flash通用，但DRAM必须重新购置更高端、更贵的专用机台。公司正与部分既有存储客户开展NAND 方面的前期工程合作。

10、四季度的股份支付费用？
[bookmark: _GoBack]答：从今年第四季度到明年9月份，大约每个月1000万左右。今年四季度合计约3000万元。



	风险提示
	以上如涉及对行业的预测、公司发展规划等相关内容，不代表公司或公司管理层对行业、公司发展或业绩的盈利预测和承诺，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

	附件清单（如有）
	无



